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专题资讯 

当前位置：科技频道首页 >> 军民两用 >> 新材料与新工艺 >> 新型片式电子元器件上下封带
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成果摘要： 

  新型片式电子元器件上下封带采用多层涂布、复合延压技术，用热熔胶将基带（聚酯薄膜、精细通带纸）粘合成多

层，然后通过熟化和防静电处理而成，项目所采用的技术路线是在国外先进生产实践的基础上，研究成形的。因此，所

采用的技术具有相当的工业化生产的可行性，片式电子元器件上、下封带生产工艺，已获国家发明专利两项，具有独立

的自主知识产权，大部分原料和生产测试设备可在国内市场获得。 

新型片式电子元器件上下封带
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所属年份：2005 成果类型：应用技术

所处阶段：成熟应用阶段 成果体现形式：新材料

知识产权形式：发明专利 项目合作方式：其他

成果完成单位：荆门市维益电子包装材料有限公司

成果完成人：王洪柱;李明;王兵;胡先成;何秀兰
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· 低温风洞 04-23

· 大型构件机器缝合复合材料的研制 04-23

· 异型三维编织增减纱理论研究 04-23
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